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包括的なシリコンテスト・ソリューション
メンター・グラフィックスのTessent™製品ファミリは、今日のSoCに要求される出荷テスト、
シリコンデバッグ、歩留まり立ち上げのための包括的なシリコンテストおよび歩留まり解析
プラットフォームを提供します。各テスト項目に対するクラス最高のソリューションに基づい
て構築されたTessentは、チップをトータルにカバーする強力なテストフローを提供します。

柔軟なテスト・ソリューション
Tessentファミリは、その柔軟性により、ウエハテストやパッケージテストからバーンイン、イ
ンシステムおよびフィールドテストにいたるまで、製品のライフサイクル全体に対して最高品
質のテストを適用します。さらに、スキャンテストやBISTテクノロジの特性を最大限活用し、
物理欠陥に関連づけることにより、正確な歩留まり解析を達成します。

ロジックテスト
SoCのロジック部開発に用いられる最新の設計テクニックは、高品質なシリコンテスト
の実現に対しては大きな障壁となることがあります。これらの課題に対応するため、メン
ター・グラフィックスは、ロジックテストに対する業界で最も強力なソリューション、Tessent 
TestKompress®、Tessent LogicBIST、Tessent FastScan™を提供しています。これらの
ソリューションは、圧縮SCANおよびベクターレス・アプローチの両方を用いた高品質なテ
ストにより、10年以上にわたり、数千件のテープアウトを成功させてきました。これらを組
み合わせることにより、テスト時間とテスト品質の最適化を達成するための最高の柔軟性を
提供します。

Tessent テスト・ソリューションは、大規模化する SoC をあらゆる側面からテストし、高い
製品品質と、テストコスト抑制を両立させます。

特長:

¡ ロジック、メモリ、ミックスシグナル、I/O

など、SoCコンポーネントをテストするた

めの包括的なソリューションにより、非

常に低いDPMを達成

¡ 診断ドリブンの歩留まり解析ソリュー

ションにより、歩留まり低下の原因特定

までの時間とコストを大幅に削減

¡ シリコンデバッグ・ソリューションは1stシ

リコンなどの検証／デバッグ・フェーズに

対する生産性を向上

¡ 自動化された階層設計ベースのテストフ

ローにより、設計スケジュールに与える

影響を最小限化

¡ 充実したカスタマ・サポート体制

主な機能:

¡ ウエハテスト、パッケージテスト、バー

ンインからインシステムおよびフィール

ドテストにいたるまで、製品ライフサイ

クル全体を通したテスト・ソリューショ

ンを提供

¡ 圧縮SCANテスト、ロジックBIST、メモ

リBIST、バウンダリ・スキャンのための

クラス最高のソリューション

¡ SerDesおよびPLLのためのユニークな

組み込みテストおよびキャラクタライ

ゼーション・ソリューション

¡ 物理レイアウト・データの使用によりテ

ストおよび歩留まり解析の効率を向上

¡ テストと歩留まり解析ソリューションと

の緊密な統合
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メモリテスト 
SoC設計に含まれる組み込みメモリの規模は、最近のデザインで
はチップ面積の半分以上にもなっており、インスタンス数やメモリ・
アーキテクチャの種類も大幅に拡大しています。また、複数のク
ロックドメインや複数のパワードメインによる複雑性も増していま
す。Tessent MemoryBISTは、RTLまたはゲートレベルでデザイン
を自動解析し、必要なBISTコントローラ数の判定を行い、シーケン
シャルまたはコンカレント・テスト向けにBISTコントローラとメモリを
グループ化します。設計者は、メモリのテスト・アルゴリズムをハード
ウェア化するか、ポストシリコンでソフトウェア・プログラミングするか、
を選択できます。

歩留まりを大幅に向上する上で最も効果的な方法の1つは、救済
メモリとオンチップ・ヒューズによるメモリリペアです。Tessent 
MemoryBISTは、一般的なメモリ救済方式で利用可能なメモリリ
ペア機能を提供しています。 

バウンダリ・スキャン 
Tessent BoundaryScanはバウンダリ・スキャンテストおよびチップ
I/Oテストのための完全なソリューションであり、バウンダリ・スキャ
ンチェーンおよびコントロール・ロジック（TAPC）の合成と挿入を行
います。また、チップ間インターコネクトのテストと診断にも利用でき
ます。Tessent BoundaryScanは、IEEE1149.1ならびに1149.6バウン
ダリ・スキャン挿入のための完全に自動化されたソリューションを提
供します。また、I/Oの非接触テストのための1149.1ベースのソリュー
ションも提供しています。 

ミックスシグナル・テスト 
Tessentミックスシグナル・ソリューションは、PLL、DLL、ギガ
ビット級SerDesのためのパラメトリック組み込みテストを実現しま
す。これらのソリューションでは、波形、各種ジッタ、その他の重要
なパフォーマンス・パラメータを測定できます。10GHz以上で動作
する多くの実デザインで実証されている、特許取得済みのULTRA
（Unlimited Time-Resolution Analysis）テクノロジに基づいてい
ます。 

SoCテスト設計 
Tessent SoCScanは、階層ベースのテスト・インフラストラクチャを
RTLまたはゲートレベルのネットリストに簡単に挿入するための包括
的なSoCテスト設計フローを提供します。このインフラストラクチャ
には、圧縮SCANやすべてのタイプのBISTのサポートも含まれて
います。これらのリソースには、チップレベルではIEEE 1149.1ベー

スのTAPを、各コアのバウンダリではIEEE 1500コアテスト・インタ
フェースを使って階層的にアクセスします。

フローには、ATPGおよびBISTのためのデザインルール・チェック、
テストIPのワンステップ合成および挿入、あらゆるテストパターン・タ
イプの自動生成が含まれています。 

シリコンデバッグとキャラクタライゼーション 
Tessent SiliconInsight®は、TessentによるBIST機能が挿入された
デバイスに対するテストおよびシリコン立ち上げにかかる時間を短縮
します。このソフトウェアは、ATEおよびベンチトップ環境に対応し
た対話型の実験、デバッグ、キャラクタライゼーション機能を提供し
ます。 

診断ドリブン歩留まり解析 
新製品の立ち上げ時期においては、歩留まりが低い根本原因
を特定するのに数週間、数ヶ月かかる場合があります。Tessent 
YieldInsight™は、高度な統計的解析およびデータマイニングにより、
Tessent Diagnosisの自動診断機能を補完します。出荷テストの結果
と設計データを活用し、ICメーカーは物理的不良解析を実施する前
に、システマチックな欠陥を特定できます。これにより、歩留まり低
下の原因を特定するまでの時間を大幅に短縮し、従来の方法では検
出されないままになってしまう恐れのあった歩留まり阻害要因を特
定できます。 

Tessentシリコンテストおよび歩留まり解析ソリューション 
すべてのTessentツールは、一般的なUNIXで利用できます。詳細に
ついてはwww.mentorg.co.jpを参照してください。 

Tessent製品ファミリ

ロジックテスト 
　Tessent TestKompress
　Tessent LogicBIST  
　Tessent SoCScan
　Tessent FastScan  
　Tessent BoundaryScan

メモリテスト 
　Tessent MemoryBIST

ミックスシグナル・テスト 
　Tessent SerdesTest
　Tessent PLLTest

シリコン歩留まり解析 
　Tessent SiliconInsight
　Tessent YieldInsight
　Tessent Diagnosis


